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  A medição da condutividade térmica dos diversos materiais se dá através da construção 
de experimentos que simulam as soluções da equação da difusão de calor. Um destes métodos  é 
a técnica da placa quente compensada. Neste dispositivo, uma amostra em forma de placa plana 
é colocada em sanduíche entre uma placa quente e uma placa fria em condições tais que o fluxo 
de calor que atravessa a área central da amostra seja unidirecional. Assim, nas condições de 
regime permanente, a condutividade térmica pode ser calculada pela medição do fluxo de calor 
e do gradiente médio de temperatura na amostra. O objetivo deste trabalho é a otimização da 
bancada experimental de medição de condutividade térmica, através da confecção de uma nova 
placa quente e uma nova placa fria. Com isso pretende-se reduzir significativamente o tempo de 
obtenção do regime permanente. As novas placas foram confeccionadas em alumínio que 
apresenta baixa inércia térmica, alta resistência à corrosão e baixa densidade. Para a construção 
da placa fria foram usadas outras duas placas de dimensões 305 x 305 x 9,5 mm, onde cada 
placa foi usinada com uma fresa abaulada de 10mm de diâmetro  e 5mm de raio de ponta. Os 
rasgos foram feitos em uma  máquina operatriz automática Discovery 760 em forma espiral de 
forma a ter uma superfície mais isotérmica possível. A placa quente foi construída com outras 
duas placas de 305 x 305 x 5mm,  onde cada placa foi usinada com uma fresa 2,5mm de 
diâmetro. Os rasgos foram feitos tendo uma profundidade de 3,5mm. Este novo aparato de 
medição pode fornecer resultados mais confiáveis para a condutividade térmica, além de reduzir 
bastante o tempo de espera para o experimento atingir o regime quando comparado com outras 
placas. Também facilita  reparos e locomoção do dispositivo. Para validação da técnica fez-se 
uma comparação do valor obtido para o PVC(polyvinil chlorido) com uma técnica transiente no 
domínio da freqüência 
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